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Przechowywanie i ochrona
plytek drukowanych flex,

rigid-flex 1 semi-flex - cz. 2
warunki przechowywania laminatow
PO dostawie od producenta

W celu ograniczenia mozliwosci absorpcji pary wodnej przez ptytki drukowane
flex, rigid-flex i semi-flex po dostawie, w pierwszej kolejnosci nalezy zagwaran-
towac stabilne warunki, w ktorych ptytki zostang przyjete. Zalecana przez norme
IPC-1601 wilgotnos¢ wzgledna powinna by¢ mniejsza od 60% RH. Kazde opako-
wanie plytek nalezy sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen, np. rozdarc
materiatu opakowaniowego, ktére mogtyby odstonic zawartosc. Jesli zostang zna-
lezione otwory, a wskaznik HIC wskazuje, ze zostato naruszone suche srodowisko
opakowania, nalezy poddac ptytki procedurze wygrzewania.

o dostawie ptytki musza zo-
P sta¢ poddane kontroli wejscio-

wej. Jesli opakowania otwiera-
ne sa w fabrycznych warunkach oto-
czenia (w temperaturze <30°C i wilgot-
nosci powietrza <60% RH), to nalezy
umiesci¢ ptytki drukowane w specjal-
nej szafie o wilgotnoséci wzglednej <10%
w ciagu jednej godziny od ich otwar-
cia lub ponownie zapakowaé je w su-
che opakowanie w ciagu 30 minut od ich
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otwarcia. W takim przypadku oryginal-
ny $rodek osuszajacy i HIC moga by¢
uzyte ponownie. Jezeli punkt 60% na
wskazniku HIC zmienit kolor, to nale-
Zy go wymienic¢ na nowy, razem z absor-
bentem. Jesli podane warunki otoczenia
dotyczace temperatury, wilgotnosci lub
czasu ekspozycji zostang przekroczone,
to plytki drukowane nalezy poddac pro-
cedurze wygrzewania.

Poza odpowiednim poziomem wil-
gotnosci, istotnym czynnikiem wpty-
wajacym na jako$¢ plytek drukowa-
nych jest temperatura przechowywa-
nia. Przede wszystkim powinna by¢
stala i mozliwie jednorodna w poszcze-
golnych pomieszczeniach produkcyj-
nych. W przypadku stosowania spe-

cjalnych szaf réznica pomigdzy tempe-
raturg wewnatrz urzadzenia a tempe-
ratura zewnetrzna nie powinna prze-
kracza¢ kilku stopni. Szybka zmiana
temperatury, zaledwie o 7°C, powo-
duje kondensacje pary wodnej w plyt-
kach drukowanych przy niekorzyst-
nych warunkach otoczenia Zalecana
przez producentéw temperatura prze-
chowywania ptytek powinna zawie-
raé sie w przedziale od +20 do +25°C.
Norma IPC-1601 podaje, ze powinna to
by¢ temperatura <30°C. Ogolnie, naj-
dtuzej jak to mozliwe, ptytki powinny
by¢ przechowywane w szczelnych opa-
kowaniach, przy obnizonym ci$nieniu
powietrza, zawierajacych pochlania-
cze i wskazniki wilgoci, a rozpakowy-
wane tuz przed wykorzystaniem ich do
produkcji. Nie zawsze jest to mozliwe
ze wzgledu na procesy kontroli po do-
stawie czy podczas produkcji urzadzen
elektronicznych w partiach. Dlatego
konieczne jest przechowywanie lami-
natéw typu flex, rigid-flex i semi-flex
w specjalnych szafach o stalej i kontro-
lowanej temperaturze oraz najnizszej
mozliwej wilgotnos$ci (kontrolowane
warunki srodowiskowe).



Kolejnym istotnym czynnikiem jest
czas przechowywania plytek drukowa-
nych pomiedzy kolejnymi cyklami luto-
wania. Zalecany przez producentéw su-
maryczny czas pomiedzy dwoma cykla-
mi w zadnym przypadku nie powinien
przekroczy¢ 24 godzin, w okreslonych
warunkach otoczenia. Jest to obowigz-
kowy warunek wstepny, aby zminima-
lizowa¢ pochtanianie wilgoci i utlenia-
nie powierzchni. W momencie przekro-
czenia okresu 24 godzin, konieczne jest
wygrzewanie plytek. Dokladny dopusz-
czalny czas pomiedzy kolejnymi cyklami
zalezy od rodzaju uzytych laminatéw do
produkgji plytek oraz pokrycia. W tabeli
ponizej zebrano ogoélne wytyczne doty-
czace przechowywania podawane przez
producentow podlozy oraz wskazywane
w normach IPC.

Dodatkowo ptytek drukowanych nie
nalezy wystawia¢ na dzialanie agresyw-
nego srodowiska gazow lub cieczy oraz
na bezposrednie dziatanie promieni sto-
necznych i/lub promieniowania UV. Nie
nalezy réowniez bezposrednio ich doty-
kac. Pozostawione na powierzchni za-
nieczyszczenia (np. sole, tluszcze) moga
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Tabela 1. Ogélne zalecenia producentéw dotyczace przechowywanie plytek flex w opakowaniu

i bez opakowania dla ustalonych warunkéw otoczenia

Rodzai pokrycia Grubos¢  |Czas przechowywania| Czas przechowywania
| pokry pokrycia [um] | w opakowaniu [m-ce] | bez opakowania [godz.]

Powtoka organiczna OSP
(Organic Solderability Preservative) 02-04 6 <6
Srebro immersyjne 0,15-0,4 6 <6
Cyna chemiczna >1,0 9 <6
Powtoka cynowa wyréwnywana goracym
powietrzem HAL/HASL >0,76 12 <6
(Hot Air Leveling/Hot Air Solder Leveling)

. Ni: 3,5-10
Ni/Au Au: 0.76-2 12 <6
Powtoka ztocona ENIG HP — duza Ni: 3-6
zawarto$¢ fosforu (High-Phosphorous A0 625_0 08 12 <6
Electroless Nickel/Immersion Gold) Y ’
Powloka ztocona ENIG MP — $rednia Ni 3-6
zawarto$¢ fosforu (Medium-Phosphorous Au 0 '05_0 09 12 <6
Electroless Nickel/Immersion Gold) Y '
Powtoka zawierajaca nikiel, pallad i ztoto Ni: 4-8
ENEPIG (Electroless Nickel Electroless Pd:0,1-0,5 12 <6
Palladium Immersion Gold) Au: >0,02

pogorszy¢ lutownos¢ i przyczynic si¢ do
pogorszenia niezawodnosci dziatania
zespotu elektroniki. Aby temu zapobiec,
zaleca si¢ stosowanie specjalnych, bez-
pylnych rekawiczek w trakcie prowadze-
nia opisywanych operacji.

Test lutownosci

Przed procesem produkcji zaleca sie
wykonanie co najmniej testu lutowno-
$ci ,Surface Mount Process Simulation
Test” dla laminatéow typu flex, rigid-
-flex i semi-flex. Test dokladnie opisano
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— Montaz ptytek RIGID, FLEX, RIGID-FLEX i SEMI-FLEX

| _Montaz wedtug najwyzszych wymagan IPC:
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— Muycie i kontrola czystosci jonowej PCB

— Selektywne lakierowanie PCB
— Inspekcja AOI
— Kontrola i analiza X-Ray

— Kompletacja materiatow

— Kontrola taricucha dostaw elementow i PCB

— Wykwalifikowana kadra - certyfikaty IPC

— Jakos¢ i niezawodnos¢ montowanych produktow
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